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1 Generalitati

1 Generalitati

1.1 Domeniu Acest standard este o colectie de reprezentari vizuale ale cerintelor de calitate acceptabila pentru ansamblurile
electronice. Acest standard nu furnizeaza criterii pentru evaluarea microsectiunilor.

Acest document prezinta cerintele de acceptare pentru fabricarea de ansambluri electrice si electronice. in trecut, standardele
electronicii de asamblare contineau mai mult colectii vaste de elemente ajutatoare de instruire care se adresau principiilor si
tehnicilor de asamblare. Pentru o intelegere mai buna si completa a cerintelor si recomandarilor acestui document, se poate folosi
acest standard impreuna cu IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 si IPC J-STD-001.

Criteriile din acest standard nu sunt in mod deliberat prezentate pentru a defini actiuni de realizare a proceselor de asamblare si
nici nu sunt elaborate pentru autorizarea de reparatii/modificari sau schimbari ale unui produs. De exemplu, existenta criteriilor
adezivului de fixare a componentelor nu presupune/autorizeaza/cere utilizarea adezivului de fixare si prezentarea infasurarii unui
terminal de componenta in sensul acelor de ceasornic pe o borna electrica nu presupune/autorizeaza/cere ca toate terminalele/
firele sa fie infasurate in directia acelor de ceasornic.

Utilizatorii acestui standard ar trebui sa fie bine informati despre cerintele aplicabile ale acestui document si cum sa fie ele aplicate,
vezi 1.3 Clasificarea.

IPC-A-610 are criterii in afara domeniului descris in IPC J-STD-001 definind cerinte mecanice si ale altor activitati manuale.
Tabelul 1-1 este un cuprins al documentelor asociate.

Tabel 1-1 Cuprins al Documentelor Asociate

Scopul
Documentului Specificatia# Descriere
Standarde de IPC-2220 - FAM | Cerinte de proiectare reflectand cele trei nivele de complexitate (Nivelele A, B si C) indicand finetea
Proiectare IPC-7351 geometrilor, densitati mai mari, mai multi pasi de proces pentru a realiza produsul.

IPG-GM-770 Linii Directoare pentru Componente si Procese de Asamblare ca ajutor in proiectarea circuitelor
imprimate si la asamblare acolo unde procesele de fabricatie a circuitelor imprimate sunt concentrate
pe realizarea landurilor de montaj pe suprafata si asamblarea se focalizeazad pe principii ale
montajului pe suprafata si in gauri, acestea fiind in mod normal cuprinse in proiectarea procesului si
a documentatiei.

Cerinte PCB IPC-6010 — FAM | Documentatii de acceptabilitate si cu cerinte pentru placi rigide, rigid-flexibile, flexibile si alte tipuri

IPC-A-600 de substrat.

Documentatie IPC-D-325 Documentatia care descrie cerintele finale ale placilor cu circuite imprimate neechipate proiectate de

Produs Final client sau rezultate din cerintele produsului final. Detaliile pot sa aiba sau nu legatura cu specificatii
industriale, standarde de lucradri manuale sau tot asa de bine cu preferintele proprii ale Clientului sau
cu alte cerinte interne.

Standarde Produs J-STD-001 Cerinte pentru lipirea ansamblurilor electrice si electronice care descriu caracteristicile minime de

Final acceptare a produsului final precum si metodele pentru evaluare (metode de test), frecventa testarilor
si posibilitdtile de aplicare a cerintelor de control al procesului.

Standard de IPC-A-610 Un document interpretativ ilustrat indicand diferite caracteristici corespunzatoare ale circuitelor

Acceptabilitate imprimate si/sau ansamblu in legatura cu conditiile dorite si care depasesc caracteristicile minime
acceptabile prezentate de standardul de performanta al produsului final si care reflectand anumite
conditii iesite de sub control (indicator de proces sau defect) ajuta evaluatorii proceselor din ateliere
n luarea deciziei necesare pentru actiuni corective.

Programe de Instruire Cerinte documentate de instruire pentru procese, proceduri, tehnici si cerinte.

(Optional)

Reprocesare si IPC-7711/7721 | Documentatie care prezinta proceduri de realizare corespunzatoare a indepartarii si reamplasarii de

Reparatii acoperiri de protectiei si componente, reparatii de solder mask, modificari/reparatii de material de
baza, trasee conductoare si gauri metalizate.

IPC-AJ-820 este un document ajutator care furnizeaza informatii cu privire la scopul continutului acestei specificatii explicand sau
subliniind deciziile tehnice rationale care stau la baza tranzitiilor limitelor de la criteriul conditiei Acceptabil la Defect. in plus, sunt
furnizate informatii ajutatoare pentru a da o intelegere mai ampla a proceselor cu implicatii asupra performantei dar care nu sunt
evidente in mod obisnuit prin metode de evaluare vizuala.

Explicatiile furnizate in IPC-AJ-820 ar trebui sa fie folosite in deciziile privind tratarea conditiilor identificate ca Defect, in procese
asociate cu Indicatoarele de Proces si la fel de bine ca raspunsuri la intrebarile legate de unele clarificari in utilizarea si aplicarea
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continutului definit al acestei specificatii. Mentionarea intr-un contract a IPC-A-610 nu impune suplimentar continutul din
IPC-AJ-820, cu exceptia unei precizari specifice din documentatia contractuala.

1.2 Scop Standardele vizuale din acest document reflecta cerintele existente IPC si ale altor specificatii aplicabile. Pentru aplicarea
continutului acestui document, ansamblul/produsul ar trebui sa se conformeze si cu alte cerinte IPC existente, cum ar fi IPC-7351,
IPC-2220-FAM, IPC-6010-FAM si IPC-A-600. Daca ansamblul nu se conformeaza cu acestea sau cu cerinte echivalente, criteriile
de acceptare vor trebui sa fie definite intre Utilizator si Furnizor.

llustratiile din acest document infatiseaza aspecte specifice notificate in titlul fiecarei pagini. O descriere pe larg se prezinta pentru
fiecare ilustratie. Nu este n intentia acestui document de a exclude orice procedura acceptabilda cum ar fi cea de amplasare a unei
componente sau de aplicare a fluxului si aliajului, folosita la realizarea de conexiuni electrice, totusi, metodele folosite vor trebui sa
produca conexiuni lipite finalizate in conformitate cu cerintele de acceptabilitate descrise in acest document.

in situatia unei nepotriviri, descrierea sau criteriul scris are intotdeauna prioritate fata de ilustratii.

Standardele pot fi actualizate oricand, incluzand si aplicarea amendamentelor. Folosirea unui amendament sau o revizie mai noua
nu este ceruta in mod automat.

1.3 Clasificarea Utilizatorul are responsabilitatea finala de a identifica clasa la care ansamblul este evaluat. Daca Utilizatorul nu
stabileste si nu documenteaza clasa de acceptare, Producatorul poate sa faca acest lucru.

Criteriile definite in acest document reflecta trei clase, dupa cum urmeaza.

Clasa 1 - Produse Electronice Generale
Include produsele potrivite aplicatiilor unde cerinta majora este functionarea ansamblului complet.

Clasa 2 - Produse Electronice cu Servicii Dedicate
Include produsele unde se cere o performanta continua si o durata de utilizare extinsa si pentru care functionarea neintrerupta
este dorita dar nu e critica. De obicei, conditiile de mediu din exploatare nu ar produce defectari.

Clasa 3 - Produse Electronice de inalta Performanta

Include produsele unde se cere continuu o performanta inalta sau unde performanta la cerere este un factor critic, defectarea
echipamentului nu poate fi tolerata, conditiile de mediu din exploatare pot fi neobisnuit de severe si echipamentul trebuie sa
functioneze atunci cand este nevoie, cum ar fi de exemplu cele care sustin viata sau alte sisteme critice.

1.4 Unitati de Masura si Aplicatii Acest Standard utilizeaza Sistemul International de Unitati de Masura (Sl), in conformitate cu
ASTM SI10-10, IEEE/ASTM Sl 10, Sectiunea 3 [pentru comoditate, unitatile echivalente anglo-saxone sunt in paranteze]. Unitatile SI
utilizate in acest standard sunt milimetri (mm) [in] pentru dimensiuni si tolerante dimensionale, Celsius (°C) [°F] pentru temperatura
si tolerante de temperatura, grame (0z) pentru greutati, lux (Ix) [foot candles] pentru iluminare.

Nota: Acest standard foloseste alte prefixe S| pentru a elimina zero-urile initiale (de exemplu, 0,0012 mm devine 1,2 pm) sau ca
alternativa la puterile lui zece (3,6 x 103 mm devine 3,6 m).

1.4.1 Verificarea Dimensiunilor Masuratorile reale ale instalarii unui reper specific si dimensiunile racordului de aliaj precum si
determinarea procentelor nu sunt cerute decéat cu exceptia unor cazuri de arbitraj. Pentru determinarea conformitatii cu specificatiile
din prezentul standard, se rotunjesc toate valorile observate sau calculate ,la cea mai apropiata unitate” pentru ultima cifra din
dreapta utilizata in exprimarea limitei specificatiilor, in conformitate cu metoda de rotunjire din ASTM E29. De exemplu, specificatiile
de 2,5 mm max., 2,50 mm max. sau 2,500 mm max., rotunjesc valoarea masurata la cea mai apropiata valoare de 0,7mm, 0,01mm
sau 0,001 mm respectiv si apoi comparati cu numarul specificatiei citate.

1.5 Definitia Cerintelor Acest document prezinta criteriile de acceptare pentru ansamblurile electronice finalizate. In cazurile cand
se prezinta o cerinta ce nu poate fi regasita printre conditiile de acceptabilitate, indicator de proces si defect, expresia ,va trebui”
este folosita pentru identificarea cerintei. Daca nu este specificat altfel, expresia ,va trebui” din acest document invoca o cerinta
pentru Producatorii tuturor claselor unui produs, si neindeplinirea acestei cerinte reprezinta o neconformitate la acest standard.

Multe dintre exemplele (ilustratiile) aratate sunt exagerate cu scopul de sublinia motivul pentru criteriul de acceptare.

Este necesar ca utilizatorii acestui standard sa acorde atentia cuvenitd subiectului fiecarei sectiuni pentru a evita interpretarile
gresite.
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